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１．概要（Summary） 

細胞培養において、細胞の生育を妨げずに観察を可

能とするリアルタイムイメージングが必要とされている。今

回、リアルタイムイメージングが可能なナノ粒子のコーティ

ングを行ったガラス基板を、筑波大学微細加工プラットフ

ォームの設備を利用して、細かく均等に切削した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  ウェーハーダイシングマシーン 

【実験方法】 

ナノ粒子をコーティングしたガラス基板にレジストとして

HMDSとAZ5214Eスピンコートした。その後、ダイシング

マシンを使用して、R07 ブレードを用い、4 mm×4 mm

の大きさへカットした。作製したサンプルは以下の通り：  

（i） カバーガラス（厚み 0.12~0.17 mm : コートなし）   

（ii） カバーガラス（厚み 0.12~0.17 mm : ナノ粒子コ

ート） 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ダイシングマシンによる切削後のガラス基板を下に示

す。ナノ粒子をコーティングしていないガラス基板を Fig.  

1 に、コーティングを行ったガラス基板を Fig. 2 に示す。

コーティングを行っていないサンプルは正確な切削が可

能であったのに対し、ナノ粒子をコーティングしたサンプ

ルは切削の途中で粘着フィルムからはがれてしまい、正

確に切削できたのは 4枚中 1枚のみであった。 
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・共同研究者：M. V. Lomonosov Moscow State 

University 
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謝します。 
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Fig. 2 Image of cut glass plates (Nanoparticle 

coated). 

 

Fig. 1 Cut glass plate (Non coated). 


